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(54)实用新型名称

一种半导体晶圆加工研磨设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种半导体晶圆加工研

磨设备，包括环形的工作台，工作台中心设置研

磨机构，工作台的外部设置多个转盘，且每个转

盘上均开设多个定位槽，转盘采用步进电机驱

动，转盘的一部分位于加工台上方；研磨机构包

括底座，底座上设置空心的方柱，方柱上套接滑

套，滑套的四边设置安装板，安装板上设置研磨

电机，研磨电机的输出轴上设置磨盘，磨盘位于

定位槽的正上方，方柱的顶部镶嵌设置下压缸，

下压缸的活塞杆上设置四个连杆，连杆延伸至方

柱外部，且与安装板对应连接。本实用新型通过

设置研磨机构和多个转盘，能够同时为多个晶圆

进行打磨，进而实现多个晶圆的同时研磨，提高

研磨效率，使半导体生产效率最大化，大大的满

足了晶圆研磨的需求。
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1.一种半导体晶圆加工研磨设备，其特征在于：包括环形的工作台，所述工作台中心设

置研磨机构，所述工作台的外部设置多个转盘，且每个转盘上均开设多个定位槽，所述转盘

采用步进电机驱动，所述转盘的一部分位于加工台上方；所述研磨机构包括底座，所述底座

上设置空心的方柱，所述方柱上套接滑套，所述滑套的四边设置安装板，所述安装板上设置

研磨电机，所述研磨电机的输出轴上设置磨盘，所述磨盘位于定位槽的正上方，所述方柱的

顶部镶嵌设置下压缸，所述下压缸的活塞杆上设置四个连杆，所述连杆延伸至方柱外部，且

与安装板对应连接，所述方柱上开设用于连杆上下活动的条形槽。

2.根据权利要求1所述的一种半导体晶圆加工研磨设备，其特征在于：所述转盘在步进

电机的作用下同步运行。

3.根据权利要求1所述的一种半导体晶圆加工研磨设备，其特征在于：还包括PLC控制

系统，所述PLC控制系统对步进电机和下压缸进行电性连接，对其进行设置和控制。

4.根据权利要求1所述的一种半导体晶圆加工研磨设备，其特征在于：同一个转盘上的

定位槽大小相同，而转盘与转盘之间的定位槽大小不相同。
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一种半导体晶圆加工研磨设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体加工技术领域，具体涉及一种半导体晶圆加工研磨设备。

背景技术

[0002] 在晶棒裁切后形成晶圆，晶圆受切割的作用表面不够平整，存在毛刺等，通常需要

先对其研磨，在进行后续加工。目前，使用的研磨机都是单独送料，单体研磨，难以实现多晶

圆同时研磨，磨盘有用功效率低，进而导致研磨效率无法最大化，难以满足晶圆研磨的需

求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种半导体晶圆加工研

磨设备。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种半导体晶圆加工研磨设备，

其创新点在于：包括环形的工作台，所述工作台中心设置研磨机构，所述工作台的外部设置

多个转盘，且每个转盘上均开设多个定位槽，所述转盘采用步进电机驱动，所述转盘的一部

分位于加工台上方；所述研磨机构包括底座，所述底座上设置空心的方柱，所述方柱上套接

滑套，所述滑套的四边设置安装板，所述安装板上设置研磨电机，所述研磨电机的输出轴上

设置磨盘，所述磨盘位于定位槽的正上方，所述方柱的顶部镶嵌设置下压缸，所述下压缸的

活塞杆上设置四个连杆，所述连杆延伸至方柱外部，且与安装板对应连接，所述方柱上开设

用于连杆上下活动的条形槽。

[0005] 进一步的，所述转盘在步进电机的作用下同步运行。

[0006] 进一步的，还包括PLC控制系统，所述PLC控制系统对步进电机和下压缸进行电性

连接，对其进行设置和控制。

[0007] 进一步的，同一个转盘上的定位槽大小相同，而转盘与转盘之间的定位槽大小可

以不相同。

[0008] 采用上述结构后，本实用新型有益效果为：

[0009] 本实用新型通过设置研磨机构和多个转盘，能够同时为多个晶圆进行打磨，进而

实现多个晶圆的同时研磨，提高研磨效率，使半导体生产效率最大化，大大的满足了晶圆研

磨的需求。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的俯视图；

[0011] 图2为本实用新型中研磨机构的主视图。

[0012] 附图标记说明：

[0013] 1工作台、2研磨机构、21底座、22方柱、23滑套、24安装板、25研磨电机、26磨盘、27

下压缸、28连杆、29条形槽、3转盘、31定位槽。
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具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0015] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及具体

实施方式，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施方式仅用

以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0016] 参看图1‑2，一种半导体晶圆加工研磨设备，包括环形的工作台1，所述工作台中心

设置研磨机构2，所述工作台1的外部设置多个转盘3，且每个转盘上均开设多个定位槽31，

所述转盘3采用步进电机驱动，所述转盘3的一部分位于加工台1上方；所述研磨机构2包括

底座21，所述底座21上设置空心的方柱22，所述方柱22上套接滑套23，所述滑套23的四边设

置安装板24，所述安装板24上设置研磨电机25，所述研磨电机25的输出轴上设置磨盘26，所

述磨盘26位于定位槽31的正上方，所述方柱22的顶部镶嵌设置下压缸27，所述下压缸27的

活塞杆上设置四个连杆28，所述连杆28延伸至方柱22外部，且与安装板24对应连接，所述方

柱22上开设用于连杆上下活动的条形槽29。具体的，将晶圆放置在定位槽31内，步进电机带

动转盘3进行旋转，当晶圆旋转至磨盘26正下方时停止旋转，此时开启下压缸27和研磨电机

25，通过连杆28带动安装板24下移，研磨电机25下移，通过多个磨盘26对多个晶圆同时进行

打磨，提高研磨效率，使半导体生产效率最大化，大大的满足了晶圆研磨的需求。

[0017] 本实施例中，转盘3在步进电机的作用下同步运行，确保晶圆能够同时进行输送和

打磨。

[0018] 本实施例中，还包括PLC控制系统，所述PLC控制系统对步进电机和下压缸进行电

性连接，对其进行设置和控制。可以设置多个传感器与PLC控制系统连接，从而提高精准度。

[0019] 本实施例中，同一个转盘上的定位槽大小相同，可以用于放置同一种规格的晶圆，

而转盘与转盘之间的定位槽大小可以不相同，可以用于放置不同规格的晶圆。

[0020] 以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对

本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的

精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
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图1

图2
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